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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 9日 (2007.4.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル お よ び １ つ ま た は 複 数 の 下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル を 含 み 半 導 体 基
板 上 に 形 成 さ れ た 多 段 メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 相 互 接 続 シ ス テ ム を 含 む 集 積 回 路 デ バ イ ス で あ
っ て 、 前 記 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル が 、
　 デ バ イ ス の 外 部 に 接 続 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド と 、
　 前 記 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド の う ち の １ つ ま た は 複 数 の パ ッ ド か ら 、 前 記 １ つ ま た は
複 数 の 下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル に 電 力 を 伝 え る よ う に 構 成 さ れ た 相 互 接 続 と を 含 む 、 集 積 回
路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド が 、 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド の う ち の １ つ ま た は 複 数
の パ ッ ド に 取 り 付 け ら れ た は ん だ パ ン プ に よ っ て デ バ イ ス の 外 部 に 接 続 す る よ う に 構 成 さ
れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 相 互 接 続 の 下 に あ り 、 か つ １ つ ま た は 複 数 の パ ッ ド か ら 、 １ つ ま た は 複 数 の 下 層 の
相 互 接 続 レ ベ ル に 電 力 を 伝 え る た め に 前 記 相 互 接 続 と 電 気 的 に 連 絡 す る １ つ ま た は 複 数 の
バ イ ア を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル が 、 上 層 お よ び 下 層 の 導 電 性 ラ ン ナ を 相 互 接 続 す
る 実 質 上 水 平 な 導 電 性 ラ ン ナ お よ び 実 質 上 垂 直 な 導 電 性 バ イ ア を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に
記 載 の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル の 上 に あ る パ ッ シ ベ ー シ ョ ン 層 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に
記 載 の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ６ 】
　 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル お よ び １ つ ま た は 複 数 の 下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル を 含 み 半 導 体 基
板 上 に 形 成 さ れ た 多 段 メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 相 互 接 続 シ ス テ ム を 含 む 集 積 回 路 デ バ イ ス で あ



っ て 、 前 記 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル が 、
　 デ バ イ ス の 外 部 に 接 続 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド と 、
　 １ つ ま た は 複 数 の 下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル を 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 の 下 層 の レ
ベ ル の う ち の 別 の レ ベ ル に 接 続 す る よ う に 構 成 さ れ た 相 互 接 続 構 造 と を 含 む 、 集 積 回 路 デ
バ イ ス 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル が 、 上 層 お よ び 下 層 の 導 電 性 ラ ン ナ を 相 互 接 続 す
る 実 質 上 水 平 な 導 電 性 ラ ン ナ お よ び 実 質 上 垂 直 な 導 電 性 バ イ ア を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ ２
の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ８ 】
　 集 積 回 路 デ バ イ ス の 半 導 体 基 板 の 上 に 相 互 接 続 メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ム を 形 成 す
る 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 半 導 体 基 板 の 上 に １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル を 形 成 す る 工 程 と 、
　 デ バ イ ス の 外 部 に 接 続 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド と 、 前
記 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド の う ち の １ つ ま た は 複 数 の パ ッ ド か ら １ つ ま た は 複 数 の 下 層
の 相 互 接 続 レ ベ ル に 電 力 を 伝 え る よ う に 構 成 さ れ た 相 互 接 続 と を 含 む ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ
ベ ル を 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル の 上 に 形 成 す る 工 程 と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル の 形 成 が 、
　 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル の 上 に 誘 電 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 誘 電 体 層 内 に 開 口 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 誘 電 体 層 の 上 に 導 電 性 ブ ラ ン ケ ッ ト 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 ブ ラ ン ケ ッ ト 層 か ら 前 記 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド お よ び 前 記 相 互 接 続 を 形 成 す る
工 程 で あ っ て 、 前 記 コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド が 前 記 開 口 内 に 形 成 さ れ 、 前 記 相 互 接 続 が 誘 電 体
層 の 上 に 形 成 さ れ る 工 程 と を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 集 積 回 路 デ バ イ ス の 半 導 体 基 板 の 上 に 相 互 接 続 メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ム を 形 成 す
る 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 半 導 体 基 板 の 上 に １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル を 形 成 す る 工 程 と 、
　 デ バ イ ス の 外 部 に 接 続 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 複 数 の コ ン タ ク ト ・ パ ッ ド と 、 前
記 １ つ ま た は 複 数 の 下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル の う ち の １ つ の レ ベ ル を 前 記 １ つ ま た は 複 数 の
下 層 の 相 互 接 続 レ ベ ル の う ち の 他 の レ ベ ル の １ つ に 接 続 す る よ う に 構 成 さ れ た 相 互 接 続 構
造 と を 含 む ボ ン ド ・ パ ッ ド ・ レ ベ ル を 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 レ ベ ル の 上 に 形 成 す
る 工 程 と を 含 む プ ロ セ ス 。
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